
Bienvenido a O-Leading
O-Leading se esfuerza por ser su socio de solución integral en la cadena de suministro de EMS, incluido el
diseño de PCB, la fabricación de PCB y el ensamblaje de PCB (PCBA). Proporcionamos algunas de las
tecnologías de PCB más avanzadas, incluyendo PCB de HDI, PCB de múltiples capas, PCB rígido-flexibles
Podemos apoyar desde el prototipo de giro rápido hasta la producción media y en masa. 

En general, nuestros clientes globales están muy impresionados con nuestros servicios: respuesta rápida,
precio competitivo y compromiso de calidad. Brindar un servicio técnico más valioso y una solución
general es la forma en que O-lidera. 

Mirando hacia el futuro, O-Leading se concentrará en la innovación y el desarrollo de la tecnología de
fabricación de productos electrónicos como siempre, y realizará esfuerzos persistentes en el servicio
integral de PCB y PCBA para proporcionar servicios de primera clase y crear más valor para nuestros
clientes.

Descripción del producto
Detalles Rápidos

 Lugar de origen Guangdong China (continental)  Nombre de la marca O-Leading
 Material de base FR-4`` Aluminio  Espesor de cobre 0.5oz-5oz
 Min. Tamaño del agujero 0.2mm  Min. Ancho de línea 0.2mm
 Acabado de superficies  oro de inmersión, OSP, HASL sin plomo Espesor del tablero 0.1-5mm

 aplicable a led, teléfono móvil, aires acondicionados,
lavadoras personaje Control industrial pcb

 certificados ISO9001, UL, RoHS, SGS Q / CTN 10PCS-100PCS
 peso 0.01kg -5kg MOQ 10 piezas

Número de modelo fabricante de pcba de montaje de pcb de
banco de potencia

Min. Espaciado entre
líneas 0.2mm

color azul, rojo, verde, negro. amarillo precio $ 0.1- $ 10
tipo de diseño requisito del cliente Talla 0.01m3-10m3

16 años de fabricación profesional de placas de circuito impreso de OEM

 articulo 
 2014   2015 ~ 2016   2017 ~ 2018

 Volumen  Muestra  Volumen  Muestra  Volumen  Muestra
 Recuento de capas  32  42  38  44  42  48

 Línea mínima / espacio (μm)  50/50  40/45  40/45  40/40  35/40  35/35
 Min taladro

diámetro (mm)  0,15  0,10  0,15  0,10  0,15  0,10

 Relación de aspecto 
de PTH  14: 1  16: 1  16: 1  18: 1  18: 1  20: 1

 N + C + N  4 + C + 4  5 + C + 5  5 + C + 5  6 + C + 6  5 + C + 5  6 + C + 6
 Cualquier interconexión de capa  5 + 2 + 5  6 + 2 + 6  5 + 2 + 5  6 + 2 + 6  5 + 2 + 5  6 + 2 + 6

 Placa de llenado a través de  SI  -  SI  -  SI  -
 Min. espesor del núcleo (sin cobre)

(μm)  50  40 40 30 40 30 

 Min. Diámetro del taladro láser (μm)  75  sesenta y cinco  sesenta y cinco  50  50  40
 Vía en enterrado 

agujero / apilado vía  SI  -  SI  -  SI  -



 Material       FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper, etc.
 PCB condensador incorporado  SI  -  SI  -  SI  -

 Proceso de superficie
HASL sin plomo, ENIG, OSP, plata de inmersión, estaño de inmersión,
 Oro dorado, chapado en dedo dorado, chapado en oro duro selectivo, 

Máscara de soldadura despegable, tinta de carbón      



Fabricante de pcb de alta calidad

http://www.o-leading.com/news/Pcb-design-in-china-pcb-manufacturer-in-china.html


Nuestro equipo





Certificaciones







Empaquetado y entrega



 Capacidad de procesamiento
Capacidades de producción de PCB
Recuento de capas: 1 capa-32 capas
Espesor de cobre acabado: 1/3 oz-12 oz
Ancho mínimo de línea / espaciado interno: 3.0mil / 3.0mil
Ancho mínimo de línea / espaciado externo: 4.0mil / 4.0mil
Relación de aspecto máxima: 10: 1
Grosor del tablero: 0.2mm-5.0mm
Tamaño máximo del panel (pulgadas): 635 * 1500 mm
Tamaño mínimo del orificio perforado: 4mil
Tolerancia de agujero revestido: +/- 3mil
BIind / Vias enterradas (tipos AII): SÍ
Vía relleno (conductivo, no conductivo): SÍ
Material base: FR-4, material libre de halógenos de alta Tg. FR-4, Rogers, base de aluminio,Poliimida,
              Cobre pesado
Acabados superficiales: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, plata de inmersión,Inmersión de estaño, dedos dorados,
tinta de carbono



Capacidades de producción SMT
Material de PCB: FR-4, CEM-1, CEM-3, placa a base de aluminio
Tamaño máximo de PCB: 510x460 mm
Tamaño mínimo de PCB: 50x50mm
Grosor de PCB: 0.5mm-4.5mm
Grosor del tablero: 0.5-4 mm
Tamaño mínimo de componentes: 0201
Componente de tamaño de chip estándar: 0603 y más grande
Altura máxima del componente: 15 mm
Paso de plomo mínimo: 0.3 mm
Paso mínimo de bola BGA: 0.4 mm
Precisión de colocación: +/- 0.03 mm


